Detalle O5.b

ENCUENTRO PARTICION WALL/WALL FORJADO INTERMEDIO

D.05.b

O1. THERMOCHIP WALL (juntas selladas
para estanqueidad)

02. Estructura (aislamiento adicional
interior entre estructura)

08. THERMOCHIP FLOOR(juntas selladas)

09. Panel técnico para suelo radiante
(chapa metalica superior)

10. Membrana separadora de proteccion
de chapa metalica

escala 1:15

11. Tablero de fibro-yeso para suelo e: 12
mm

12. Pavimento interior

25. Perfileria para instalacion de falso
techo

26. THERMOCHIP DECO

28. Cinta aislamiento acustico(reduc-
cion de transmision de ruido aéreoy
estructural )

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

THERMOCHIP WALL



